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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC203)提出并归口。
本文件起草单位:中国电子科技集团公司第二研究所、中国电子科技集团公司第十四研究所、中国

电子科技集团公司第三十八研究所、南京固体器件有限公司、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、
青岛凯瑞电子有限公司、中国电子科技集团公司第十三研究所、沈阳和研科技股份有限公司、常州铭赛

机器人科技股份有限公司、上海轩田工业设备有限公司、苏州维嘉科技股份有限公司、广东诚泰交通科

技发展有限公司、上海世禹精密设备股份有限公司、海格欧义艾姆(天津)电子有限公司、东科半导体(安
徽)股份有限公司、深圳市恒昌通电子有限公司、浙江毫微米科技有限公司、内蒙古显鸿科技股份有限公

司、江苏上达半导体有限公司、深圳德森精密设备有限公司、中电鹏程智能装备有限公司、三河建华高科

有限责任公司、东莞市坤鹏伯爵机械设备有限公司、上海协微环境科技有限公司、江苏吉莱微电子股份

有限公司、江苏省德懿翔宇光电科技有限公司、深圳市诺泰芯装备有限公司、江苏纳沛斯半导体有限公

司、深圳市晶导电子有限公司、上海普达特半导体设备有限公司、北京安声科技有限公司、深圳市赛元微

电子股份有限公司、天津津亚电子有限公司、恩纳基智能科技无锡有限公司、无锡芯享信息科技有限公

司、江苏快克芯装备科技有限公司、杭州拓尔微电子有限公司、技感半导体设备(南通)有限公司、无锡科

技职业学院、深圳市标谱半导体科技有限公司、成都玖锦科技有限公司、苏州智程半导体科技股份有限

公司、江苏富乐华半导体科技股份有限公司、苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司、深圳市大族封测科

技股份有限公司、深圳市兆兴博拓科技股份有限公司、深圳市港祥辉电子有限公司、明德润和机械制造

(天津)有限公司。
本文件主要起草人:晁宇晴、田芳、郭永钊、郭磊、吕麒鹏、闫冬、方毅芳、陈振宇、程凯、李文军、黄亚飞、

彭迪、张永聪、段云森、张明明、李长峰、陈远明、管凌乾、黄文清、赵凯、翟波、谢勇、汤海涛、孔剑平、吴葵生、
孙彬、周林、王鸣昕、吕磊、钱照鹏、王福清、许志峰、张鹏、刘荣坤、李辉、袁泉、赖辉朋、黄允文、刘益帆、
程君健、吴元兵、郑中伟、金星勋、戚国强、赵启东、林海涛、姚紫阳、熊亚俊、周科吉、杨仕品、李炎、王敕、
朱绍德、罗云飞、王 刚、周磊。
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引  言

  集成电路封装工艺用于保护集成电路的结构不受外界影响,保证集成电路最终电气、光学、热学和

机械性能的正常发挥。集成电路封装工艺其过程复杂,封装工艺设备是保证集成电路可靠、稳定地完成

功能的关键手段。典型的集成电路封装设备有机械打孔机、丝网印刷机、砂轮划片机、芯片贴片机、引线

键合机等。随着集成电路封装设备向数字化、网络化、智能化发展,远程运维是保证集成电路封装设备

可靠运行、提高设备工作效率、延长设备使用寿命的主要手段。远程运维可实现对集成电路封装设备以

及生产过程的数据采集、状态监测、故障识别与诊断、预测性维护,与传统运维方式相比,远程运维建立

了更有效的监控告警机制,节约人力和物力成本,提高生产设备与生产过程的可靠性,实现生产过程的

自动化控制和智能化管理。
其中,状态监测贯穿整个远程运维过程,通过对集成电路封装设备运行参数的远程实时监测,及时

发现异常状况并进行预、报警,实现设备的网络化、远程化和可视化管理;用户只需登录客户端即可了解

现场信息,掌握设备运行的实时状态、维护需求和性能状况,无需到生产现场即可对设备运行参数进行

设置等操作。
编制本文件的目的在于统一集成电路封装设备远程运维运行状态监测过程的相关要求,让文件使

用者有据可依,以实现对集成电路封装设备更加精准的维护和管理,促使设备功能更有效地发挥,提高

应用效率。

Ⅳ

GB/T43972—2024



集成电路封装设备远程运维

状态监测

1 范围

本文件规定了集成电路封装设备远程运维状态监测的系统架构、主要流程、监测对象、数据采集、监
测前置条件设定、状态监测过程的相关要求。

本文件适用于机械打孔机、丝网印刷机、砂轮划片机、芯片贴片机、引线键合机等典型集成电路封装

设备远程运维的运行状态监测,其他电子元器件生产线设备远程运维状态监测也参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T43796—2024 集成电路封装设备远程运维 数据采集

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
远程运维 remoteoperationandmaintenance
通过网络远程实现运维对象数据采集、状态监测、故障模式识别、预测性维护等功能的过程。
[来源:GB/T43796—2024,3.1]

3.2
状态监测 statusmonitoring
通过监视、分析和判别监测对象的某些特征参数,来检查其工作状态是正常或异常,对异常状态及

时做出预警或报警,发布可视化监测结果,并为进一步的故障识别等提供信息的过程。

3.3
监测参数 monitoredparameters
为达到监测目的而确定的定量特征值,反映设备的实际运行状态。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AR:增强现实(AugmentedReality)

MR:混合现实(MixReality)

OEE:设备综合利用率(OverallEquipmentEffectiveness)

VR:虚拟现实(VirtualReality)
1
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